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(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for separating structures from a substrate. The invention also relates to
a method and a device for transferring structures from a first substrate to a second substrate.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Trennen von Strukturen von einem Substrat.
Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Ubertragen von Strukturen von einem ersten Substrat auf
ein zweites Substrat.



